NR-2006 MIKROPROCESOROVY MERIC KAPACIT

Popis obvodun.
Zatizeni slovzi k méfeni kapacit kondenzétorii od 1pF do 1000uF s automatickou volbou osmi
rozsahu méfeni ( do 999pF, do 9,99nF, do 99.%nF, do 999nF, a do 9,99mF). Posledni rozsah je
dodatkovy , pickradujici moZnosti pomérového méfeni a slouzi k odeétu kapacit nad 1000pF.
Jestlize hodnota soucastky nemiize byt zméfena,, zobrazuje se na displeji symbol E*
Montaz.
Obved je sestaven na dvou deskach tiSténych spojil. PFi konstrukei se fidime zndmymi zdsadarni:
dbame na spravné umisténi integrovanych obvodi, tranzistord, diod, zobrazovadi LED a
elektrolytickych kondenzatorl. Do mista, oznateného ZW je tieba vletovat drdtovou propojku.
Pozor! Vyved 4 obvodu US2 (555C) je na desce tiSténych spojii spojen s napétim +5V, tento
spoj musime pirerusit a kouskem dritu spojit vyvod 4 US2 s vyvodem 3 US3 (C2051).
Po ukonéeni montiZe pfipojime napéjeci nap&ti (nestabilizované 8-15V) a zafizeni by mélo
pracovat.
Kalibrace.
I kdyZ procesor m4 jiz v sob& naprogramované hodnoty, je 1épe zafizeni znovu kalibrovat pro
presngjsi funkcei. Cela kalibrace ma Sest stupfid.

a.  kalibrace ofsetu {diky které obvod zobrazuje 000 pfi odpojenych piivodech)
kalibrace rozsahu 10nF
kalibrace rozsahu 100nF
kalibrace rozsahu | pF
kahbrace rozsahu 10pF

f.  kalibrace rozsahu 100pF
Pro vlastni kalibraci potfebujeme pét kondenzatord s kapacitami 10nF, 100nF, 1uF, 10uFa 100uF
5 co nejmensi toleranci. Vypneme napdjeni zafizeni. Vytdhneme spojku J1 a opét zapojime
napajeni. Na displeje se objevi napis, umoZiujici vybér etapy kalibrace, jenZ nemusime provadét
postupng. Po stisku tlagitka K1 se napis na zobrazovadi méni nasledovné:
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C00, pF korekee ofsetu

C10, nF kalibrace 10nF

CO,1uF kalibrace 100nF (0,1uF)

C1,0pF kalibrace 1pF

Cl0,uF kalibrace 10uF

C0,1mF kalibrace 100pF (0,1mF)

Dale vybereme tladitkem K1 Zidanou etapu kalibrace nadeZ zapojime svorku J1. Displej na chvil
zhasne, coZ signalizuje pfipravenost zafizeni ke kalibraci. PFi korekei ofsetu nechdme piivody
volné, v opaéném pfipadé pripojime kondenzator odpovidajici velikosti. (pozor na jeho polaritu).
Stiskneme tlagitko K —na displeji se nyni objevi napis OFS v piipadé kalibrace ofsetu nebo CAL
v piipadé opacném. Kalibrace bude trvat nékolik desitek sekund a poté ziistane zapsana v paméti,
ooz je signalizoviano napisem SAYV. Pak zafizeni piejde do normélnfho reZimu. Kalibrace se

Zpisob montaze elektronickych zarizeni

Elektronicka zafizeni jsou konstruovana na deskach tisténych spojii zvané téz tisténé obvody. Tyto desky jsou
vyrobeny z izolatoru, na kterém jsou z jedné strany (nebo oboustrann€) napateny vodivé spoje. Na druhé strané
desky jsou nakresleny symboly soucastek, uzitych pro konstrukei zatizeni tak, aby montaz byla co nejjednodussi.
V kazdém tisténém spoji jsou piedvrtany otvory pro osazeni desky soucastkami. Aby spoje nebyly pii pajeni
dlouho zahfivany, jsou body, do kterych budou osazeny soucastky pocinovany a cela deska pak opatiena
péjecim lakem.

Sprdvnost a peclivost montiZe md vliv na vysledny efekt. Jedna z pric¢in nedbalé montiZe hlavné
zalinajicich elektronikii je snaha o co nejrychlejSi sestaveni stavebnice a wuvedeni zaiizeni do
provozu

MECHANICKA MONTAZ:
Omezuje se na spravné tvarovani vyvodl v zavislosti na umisténi otvorti v desce tisténych spoji shodné se
zapojenim ve schématu, prizpisobeni desky do krabicky, montaz piepinaci, relé a LED diod.

ELEKTRICKA MONTAZ:
vodi¢h. K tomu pouzijeme cinovou pajku s olovem (Sn60 Pb40). V obchodé je k dostani specialni cin
s kalafunou ve tvaru dratu v riznych pramérech.

Jako prvni osazujeme konektory (svorky, piny), patice, rezistory, kondenzatory, LED diody
(pozor na jejich p¥ehiati), dile diody, tranzistory, integrované obvody — nedotykat se noZek
obvodit CMOS. P¥i jejich osazovani do patic musi byt vypnuto napdjeci napéti.

Nejlépe se hodi kletovani transformatorova pijefka, vyuZivajici energii pouze v dobé jejiho
zapnuti v okamZiku sepnuti spinace. Je tfeba vSak vénovat pozornost teploté hrotu. Spravna
teplota je takova, pii které se cin tavi, ale nepokryva jej matny povrch. Na hrot si nabereme
pouze tolik cinu, kolik je tfeba na dany letovaci bod. V opa¢ném piipadé by se mohl rozlévat mezi
pédjecimi body. Po vychladnuti musi cin vyplnit misto spojeni soutdstky s deskou hladkym,
lesklym spojem.

Pdjeni polovoditovych souldstek vyZaduje trochu cviku, aby se tyto nezniily p¥ehi‘dtim.
V zdjmu dobrého odvodu tepla jejich vyvody chladime v misté mezi pidjecim bodem a pouzdrem
soudastky pinzetou nebo kleStémi. P¥i letovani integrovanych obvodii je maximalni ¢as pijeni
hrotem s teplotou 265°C 5 sekund. Hrot musi byt uzemnén, hlavné p¥i osazovani obvedit CMOC.

JESTLIZE OBVOD NEPRACUIJE !!!

Zkontrolujeme, zda se nevyskytuji na desce studené, zkratované nebo prasklé spoje.
Zkontrolujeme, zda v§echny soudastky jsou na svych mistech

Zkontrolujeme, zda jednotlivé soucastky maji hodnoty, které maji mit.
Zkontrolujeme polarizované souéastky, zda ,,+ a ,, — poly jsou spravné pFipojeny.

Zkontrolujeme spravné zapojeni napajeciho napéti a zméfime jeho velikost.
Zkontrolujeme, zda mechanické soudistky nejsou poSkozené.

ANENENENENEN

POZOR! V piipadé reklamace odpovida prodejce pouze za funkéné vadné soucastky, nikoliv za
chybnou montaz zatizeni.



